
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201710067615.X

(22)申请日 2017.02.07

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 107052985 A

(43)申请公布日 2017.08.18

(30)优先权数据

2016-023536 2016.02.10 JP

(73)专利权人 快递股份有限公司

地址 日本神奈川县

(72)发明人 小田桐茂　井上裕介　小池喜雄　

吉原秀明　

(74)专利代理机构 北京市金杜律师事务所 

11256

代理人 陈伟　孙明轩

(51)Int.Cl.

B24B 37/005(2012.01)

B24B 37/08(2012.01)

B24B 37/28(2012.01)

B24B 37/34(2012.01)

审查员 胡琰琰

 

(54)发明名称

平面研磨装置

(57)摘要

本发明提供一种平面研磨装置，其特征在

于，通过防止静止部侧的线缆与旋转部的接触、

或者旋转部侧的线缆与静止部的接触来防止静

止部侧或者旋转部侧的线缆的损伤，能够实现稳

定的研磨加工。在将与旋转接头(60)的旋转侧接

头部(63)连接的线缆(53)覆盖的位置，设置有在

相互间保持空间部(75)地配设的第1线缆罩(73)

和第2线缆罩(74)，在两个线缆罩(73、74)之间的

空间部(75)内收纳有与旋转侧接头部(63)连接

的线缆(53)。
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1.一种平面研磨装置，其特征在于，具有：

机体；

定盘，其用于对工件进行研磨，并以旋转自如的方式支承于机体；

传感器单元，其用于在研磨工件时对与工件或定盘有关的数据进行测定，并被设置为

与定盘一体地旋转；

测定单元，其设置于机体，并通过线缆而与传感器单元连接；和

旋转接头，其夹设于机体侧的静止部与定盘侧的旋转部之间，并具有与静止部侧连结

的静止侧接头部和与旋转部侧连结的旋转侧接头部，

所述线缆具有：

一次侧线缆，其将旋转接头的静止侧接头部与测定单元连接；以及

二次侧线缆，其将旋转接头的旋转侧接头部与传感器单元连接，

在所述旋转接头的外侧，设置有以在相互间保持空间部的状态相对于所述定盘同轴地

固定的第1线缆罩和第2线缆罩，

在所述空间部内收纳有所述二次侧线缆。

2.根据权利要求1所述的平面研磨装置，其特征在于，

第1线缆罩和第2线缆罩形成为有底筒状，在小径的第1线缆罩的外侧，大径的第2线缆

罩以与第1线缆罩相互间保持空间部的状态配设为同心状。

3.根据权利要求1或2所述的平面研磨装置，其特征在于，

第1线缆罩和第2线缆罩具有透视性。

4.根据权利要求1或2所述的平面研磨装置，其特征在于，

平面研磨装置是双面研磨装置，定盘为上定盘及下定盘，

上定盘以升降自如且旋转自如的方式支承于机体，

传感器单元配设为与上定盘一体地旋转、且构成为对工件研磨时的数据进行测定，

线缆包括光缆以及电缆中的至少一方。
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平面研磨装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种平面研磨装置，其用于工件的研磨。

背景技术

[0002] 近年来，例如在对硅晶片等工件的表面进行研磨的研磨装置上搭载有工件厚度测

定传感器、定盘温度测定传感器等各种各样的传感器。这些传感器设置于旋转的定盘，在研

磨加工中一边与定盘一起旋转一边对工件厚度、定盘温度等进行测定。对于工件厚度测定

传感器，通常采用对工件照射激光而根据反射光对该工件的厚度进行测定的光学式的传感

器。

[0003] 在研磨加工中的研磨装置中，从测定单元向传感器的激光以及电力的供给经由光

缆(光纤线缆)、电缆(电线缆)而进行。另外，研磨加工中由传感器测定所得的数据始终通过

光缆、电缆等从传感器向测定单元传递。此时，由于传感器设置于定盘等的旋转部，测定单

元设置于机体等不旋转的静止部，因此，作为用于在旋转部与静止部之间对激光、电力或者

电信号等进行传递的传递部件而使用旋转接头(rotary  joint)，且该旋转接头的静止侧接

头部和测定单元、以及旋转侧接头部和传感器分别通过光缆或者电缆连接。

[0004] 然而，在使用了旋转接头的情况下，当旋转部相对于静止部旋转时，存在与旋转接

头的旋转部侧连接的线缆与旋转接头的静止部侧接触、或者与静止部侧连接的线缆与旋转

接头的旋转部侧接触的情况。而且，有可能因该接触所引起的线缆的摩擦、钩挂而导致线缆

损伤或者断线。

[0005] 在专利文献1中，作为研磨装置的一例而公开了使用激光对工件的厚度进行测定

的研磨装置。专利文献1的图5所公开的研磨装置将厚度测定装置安装于上定盘，对工件照

射从光源输出的激光，并将来自工件的反射光经由从上定盘的旋转轴内穿过的光缆、光纤

旋转接头而导出到静止部，由此对工件的厚度进行测定。因此，该研磨装置具有前述的缺

点。

[0006] 现有技术文献

[0007] 专利文献

[0008] 专利文献1：日本特开2008-227393号公报。

发明内容

[0009] 本发明的目的在于，在经由旋转接头并通过线缆而将静止部侧的测定单元和旋转

部侧的传感器单元连接的平面研磨装置中，防止静止部侧的线缆与旋转部的接触、或者旋

转部侧的线缆与静止部的接触，由此防止静止部侧或者旋转部侧的线缆的损伤，能够实现

稳定的研磨加工。

[0010] 为了解决所述课题，本发明提供一种平面研磨装置，其特征在于，具有：机体；定

盘，其用于对工件进行研磨，并以旋转自如的方式支承于机体；传感器单元，其用于在研磨

工件时对与工件或定盘有关的数据进行测定，并被设置为与定盘一体地旋转；测定单元，其
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设置于机体，并通过线缆而与传感器单元连接；旋转接头，其夹设于机体侧的静止部与定盘

侧的旋转部之间，并具有与静止部侧连结的静止侧接头部和与旋转部侧连结的旋转侧接头

部；一次侧线缆，其将旋转接头的静止侧接头部与测定单元连接；以及二次侧线缆，其将旋

转接头的旋转侧接头部与传感器单元连接，在将与旋转接头的静止侧接头部或者旋转侧接

头部连接的线缆覆盖的位置，设置有在相互间保持空间部地配设的第1线缆罩和第2线缆

罩，在两个线缆罩之间的空间部内收纳有与静止侧接头部或者旋转侧接头部连接的线缆。

[0011] 在该情况下，优选第1线缆罩和第2线缆罩形成为有底筒状，在小径的第1线缆罩的

外侧，大径的第2线缆罩以与第1线缆罩相互间保持空间部的状态配设为同心状。

[0012] 另外，优选第1线缆罩和第2线缆罩具有透视性。

[0013] 而且，更具体而言，优选平面研磨装置是双面研磨装置，定盘为上定盘及下定盘，

上定盘以升降自如且旋转自如的方式支承于机体，传感器单元配设为与上定盘一体地旋

转、且构成为对工件研磨时的数据进行测定，线缆包括光缆以及电缆中的至少一方。

[0014] 发明效果

[0015] 根据本发明，在将与旋转接头的静止侧接头部或者旋转侧接头部连接的线缆覆盖

的位置，设置有在相互间保持空间部地配设的第1线缆罩和第2线缆罩，在两个线缆罩之间

的空间部内收纳有与静止侧接头部或者旋转侧接头部连接的线缆。因此，能够防止静止侧

接头部或者旋转侧接头部与线缆的接触。由此，能够防止因该接触而引起的线缆的磨损、断

裂等损伤。另外，经由线缆而供给的激光、电力、以及经由线缆而传递的反射光、电信号等的

测定数据不会受因部材与线缆接触而产生的噪声等影响，能够进行稳定的激光或电力的供

给、或者测定数据的收集。即，能够实现稳定的研磨加工。

附图说明

[0016] 图1是概要地表示本发明的平面研磨装置的实施方式的剖视图。

[0017] 图2是将图1的旋转接头周边放大的剖视图。

[0018] 附图标记说明

[0019] 1…平面研磨装置、2…机体、3…光源、4…运算控制装置、5…测定单元、10…下定

盘、20…上定盘、21…探头、31…定盘悬吊件、32…升降杆、40…游星轮、52…一次侧线缆、

53…二次侧线缆、57…一次侧线缆、58…二次侧线缆、60…旋转接头、62…静止侧接头部、

63…旋转侧接头部、66…静止侧接头部、67…旋转侧接头部、73…第1线缆罩、74…第2线缆

罩、75…空间部、W…工件

具体实施方式

[0020] 本实施方式的平面研磨装置1具有：下定盘10，其旋转自如地支承在机体2上；上定

盘20，其升降自如以及旋转自如地支承在机体2上；游星轮(carrier)40，其夹设在上定盘20

与下定盘10之间，并保持通过上定盘20和下定盘10研磨的硅晶片等工件W。在上定盘20的下

表面以及下定盘10的上表面安装有研磨垫18a、18b。

[0021] 在机体2上设置有包括光源3和运算控制装置4在内的测定单元5。光源3输出激光，

运算控制装置4收集工件W的厚度等的测定数据，进行收集的数据的运算、分析等而对研磨

装置1整体进行控制，除此以外运算控制装置4还兼用作用于电力供给的电源。此外，包括光
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源3和运算控制装置4在内的测定单元5也可以设置于机体2以外的与上定盘20、下定盘10的

旋转不干扰的位置。

[0022] 作为传感器单元，在上定盘20设置有对工件W的厚度进行测定的光学式的探头

(probe)21，通过光缆51以及电缆56并经由旋转接头60而将测定单元5和探头21相互连接。

[0023] 在下定盘10的中心配设有太阳齿轮11，在下定盘10的外周，以将下定盘10包围的

方式配置有内齿轮(internal  gear)12。另外，在下定盘10上，所述游星轮40以与太阳齿轮

11及内齿轮12啮合而配设有多个。在太阳齿轮11的中央下部安装有圆筒状的第1驱动轴13，

在下定盘10的中央下部安装有圆筒状的第2驱动轴14，在内齿轮12的中央下部安装有圆筒

状的第3驱动轴15。另外，在下定盘10的中心安装有第4驱动轴16，该第4驱动轴16收纳于第1

驱动轴13内。第1驱动轴13收纳于第2驱动轴14内，第2驱动轴14收纳于第3驱动轴15内。上述

第1驱动轴至第4驱动轴13～16构成为被未图示的驱动马达驱动而旋转。

[0024] 在形成于各游星轮40的多个工件保持孔41内分别保持有圆板形的工件W，使太阳

齿轮11和内齿轮12双方旋转，由此使得上述各游星轮40在太阳齿轮11的周围进行自转及公

转，使保持于各游星轮40的工件W的上下两个面被研磨垫18a和研磨垫18b研磨，其中研磨垫

18a安装在上定盘20的下表面，研磨垫18b安装在下定盘10的上表面。

[0025] 上定盘20经由定盘悬吊件31而安装于升降用执行机构7的升降杆32。该升降用执

行机构7支承于机体2。

[0026] 对该上定盘20的安装进行更详细的说明，在定盘悬吊件31的外周侧的下表面等间

隔地设置有向下方延伸的多个支承螺柱33，该支承螺柱33安装于上定盘20的上表面。另外，

在定盘悬吊件31的内周面与升降杆32的外周面之间夹设有轴承34，该轴承34使得该定盘悬

吊件31和升降杆32在上下方向上固定但在上定盘20的旋转方向上相对地旋转自如的方式

结合。另外，在定盘悬吊件31的内周侧，在厚度方向上形成有后述的用于供光缆51以及电缆

56穿插的线缆穿插孔35。

[0027] 上定盘20在工件W的非研磨时借助升降杆32而上升至避让位置(未图示)，在工件

的研磨时下降至图1中的研磨位置。若上定盘20下降，则安装于上定盘20的钩22与第4驱动

轴16的上端的驱动器17卡合，因此，通过第4驱动轴16经由驱动器17驱动上定盘20和定盘悬

吊件31而使其一体地旋转。

[0028] 另外，在支承螺柱33上固定有探头保持件36，在该探头保持件36上保持有探头21。

该探头21配置于将上定盘20的上下表面贯通的厚度测定孔23的正上方，在该厚度测定孔23

上安装有窗部件26，在该窗部件26的下端设置有透明的窗板25。此外，也可以是将探头21直

接安装于上定盘20的方式，或者还可以是由固定在定盘悬吊件31的探头保持件36保持探头

21的方式。

[0029] 在升降杆32的下端部32a与定盘悬吊件31之间配设有旋转接头60。该旋转接头60

具有位于内侧的光用旋转接头部61以及位于外侧的电用旋转接头部65。

[0030] 光用旋转接头部61具有相对旋转自如的静止侧接头部62和旋转侧接头部63。静止

侧接头部62相对于机体2固定地安装于非旋转的升降杆32的下端部32a，旋转侧接头部63经

由后述的第1线缆罩73而与定盘悬吊件31连结，从而与定盘悬吊件31以及上定盘20一体地

旋转，在静止侧接头部62与旋转侧接头部63之间夹设有轴承64。

[0031] 另外，在升降杆32、静止侧接头部62以及旋转侧接头部63中以位于同轴的方式形
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成有穿插孔32b、62a和63a，在升降杆32的穿插孔32b和静止侧接头部62的穿插孔62a的内部

插入有光缆51中的、与光源3连接的一次侧线缆52，在旋转侧接头部63的穿插孔63a的内部

插入有与探头21连接的二次侧线缆53，保持于静止侧接头部62的一次侧线缆52的端面和保

持于旋转侧接头部63的二次侧线缆53的端面隔开空隙地以非接触状态对置。

[0032] 另一方面，电用旋转接头部65具有相对旋转自如的静止侧接头部66和旋转侧接头

部67。静止侧接头部66固定地安装于升降杆32的下端部32a，旋转侧接头部67与光用旋转接

头部61的旋转侧接头部63连结，从而与定盘悬吊件31以及上定盘20一体地旋转，在静止侧

接头部66与旋转侧接头部67之间夹设有轴承68。

[0033] 旋转侧接头部67形成为圆筒形，并配设为将光用旋转接头部61的静止侧接头部62

以及旋转侧接头部63的周围以非接触状态包围，且通过销71连结于旋转侧接头部63，由此

该旋转侧接头部67与该旋转侧接头部63一体地旋转。

[0034] 静止侧接头部66形成为圆筒形，并配设为将旋转侧接头部67的周围包围，在静止

侧接头部66的内周部设置的刷69与旋转侧接头部67的外周面滑动接触，由此将静止侧接头

部66和旋转侧接头部67电连接。轴承68夹设于静止侧接头部66的内周面与旋转侧接头部67

的外周面之间。

[0035] 电缆56中的一次侧线缆57的一端连接于运算控制装置4，一次侧线缆57的另一端

从升降杆32的穿插孔32c内通过而与电用旋转接头部65的静止侧接头部66连接，电缆56中

的二次侧线缆58的一端连接于探头21，二次侧线缆58的另一端与旋转侧接头部67连接。

[0036] 在定盘悬吊件31的中央部下表面，以将旋转接头60覆盖的方式配置有有底筒状

的、小径的第1线缆罩73和大径的第2线缆罩74，该第1线缆罩73和第2线缆罩74在相互间保

持空间部75地配置为内外同心状，并安装成与定盘悬吊件31以及上定盘20一体地旋转。由

于第2线缆罩74的直径及深度均比第1线缆罩73的直径及深度大，因此，空间部75在第1线缆

罩73的底壁73a的外表面与第2线缆罩74的底壁74a的内表面之间、以及第1线缆罩73的侧壁

73b的外表面与第2线缆罩74的侧壁74b的内表面之间连续地形成。

[0037] 第1线缆罩73及第2线缆罩74能够由金属、树脂等材料形成，优选由树脂形成，更优

选形成为具有透视性而能够透视观察到内部。此外，为了尽量防止线缆的接触，优选第1线

缆罩73及第2线缆罩74形成为有底圆筒状体，但并不限定于此，只要形成为有底筒状，也可

以是多边筒状体等不同的形状。

[0038] 在第1线缆罩73的底壁73a的中央部形成有将第1线缆罩73的内部与空间部75连通

的开口孔76，与开口孔76嵌合的光用旋转接头部61的旋转侧接头部63的下端部与开口孔76

的开口缘部76a通过销72连结，由此在上定盘20旋转时，光用旋转接头部61的旋转侧接头部

63追随上定盘20而旋转。

[0039] 而且，在空间部75内收纳有从光用旋转接头部61的旋转侧接头部63的穿插孔63a

导出的光缆51的二次侧线缆53、和与电用旋转接头部65的旋转侧接头部67连接的电缆56的

二次侧线缆58，使二次侧线缆53和二次侧线缆58从空间部75内穿过而相对于旋转接头60的

静止侧部分或部件隔离成非接触状态，二次侧线缆53和二次侧线缆58在从形成于定盘悬吊

件31的线缆穿插孔35导出至定盘悬吊件31的外部之后与探头21连接。

[0040] 当通过这样构成的平面研磨装置对工件W进行研磨时，在将工件W设置于游星轮40

之后，位于避让位置的上定盘20因升降杆32的伸长而下降至图1中的研磨位置，安装于上定
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盘20的钩22与驱动器17卡合。在该状态下，第1驱动轴～第4驱动轴13～16被未图示的驱动

马达驱动而旋转，由此使得各游星轮40在太阳齿轮11的周围进行自转及公转，使保持于各

游星轮40的工件W的上下两个面被研磨垫18a和研磨垫18b研磨，其中研磨垫18a安装在上定

盘20的下表面，研磨垫18b安装在下定盘10的上表面。

[0041] 在研磨中，从探头21对工件W照射激光，来自工件W的表面及背面的反射光由探头

21接收，接收到的反射光被转换为电信号，并作为厚度数据而通过电缆56收集至运算控制

装置4，通过对该数据进行运算或分析来测定工件W的厚度。而且，在测定所得的工件W的厚

度达到期望厚度的时刻结束研磨。

[0042] 此时，与旋转接头60的光用旋转接头部61的旋转侧接头部63连接的光缆51的二次

侧线缆53、以及与电用旋转接头部65的旋转侧接头部67连接的电缆56的二次侧线缆58，与

定盘悬吊件31以及上定盘20一体地旋转，但这些线缆均收纳于第1线缆罩73与第2线缆罩74

之间的空间部75内因而相对于旋转接头60的静止侧部分或部件隔离，而没有与这些部分或

部件接触，因此不会受到因接触引起的磨损、断裂等损伤。另外，由于在本实施方式中不存

在上述接触，因此，经由线缆而供给的激光、电力、以及经由线缆而传递的反射光、电信号等

的测定数据不会受因该接触而产生的噪声等影响，能够进行稳定的激光或电力的供给、或

者测定数据的收集。即，能够实现稳定的研磨加工。

[0043] 此外，在本实施方式中，通过刷69将旋转接头60的电用旋转接头部65处的一次侧

线缆57和二次侧线缆58电连接，但也可以通过水银等液体金属来将一次侧线缆57和二次侧

线缆58电连接。

[0044] 另外，在本实施方式中，插入于升降杆32的穿插孔32b中的光缆51的一次侧线缆52

和电缆56的一次侧线缆57从升降杆32的侧面被导出至外部而与光源3以及运算控制装置4

连接，但也可以是从升降杆32的上表面导出至外部的构造。

[0045] 并且，在本实施方式中构成为：探头21安装于上定盘20，旋转接头60的光用旋转接

头部61的静止侧接头部62以及电用旋转接头部65的静止侧接头部66安装于升降杆32的下

端部32a，光用旋转接头部61的旋转侧接头部63以及电用旋转接头部65的旋转侧接头部67

与上定盘20一体地旋转，但是，作为变形例，还能够构成为：将探头21安装于下定盘10、且将

旋转接头60安装于下定盘用驱动轴(第2驱动轴)14的下端，从下定盘10侧测定工件W的厚

度。

[0046] 在该变形例的情况下，在图2中，能够认为标注了附图标记32的部分为旋转的下定

盘用驱动轴、标注了附图标记31的部分为下定盘用驱动轴的周围的静止的机体部分，这样

一来，光用旋转接头部61的静止侧接头部62以及电用旋转接头部65的静止侧接头部66分别

成为旋转侧接头部，并且，光用旋转接头部61的旋转侧接头部63以及电用旋转接头部65的

旋转侧接头部67分别成为静止侧接头部，另外，第1线缆罩73和第2线缆罩74安装于作为静

止侧的机体部分，收纳在两个线缆罩73、74之间的空间部75内的光缆51的二次侧线缆53以

及电缆56的二次侧线缆58成为将测定单元5与静止侧接头部连接的一次侧线缆。

[0047] 通过如该变形例这样构成，能够防止与旋转接头的静止侧接头部连接的线缆与旋

转接头的旋转侧接头部、其它旋转部分等接触而导致损伤或者断线。另外，由于线缆没有与

旋转接头的旋转侧接头部、其它旋转部分等接触，因此，经由线缆而供给的激光、电力、以及

经由线缆而传递的反射光、电信号等的测定数据不会受因该接触而产生的噪声等影响，能
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够进行稳定的激光或电力的供给、或者测定数据的收集。即，能够实现稳定的研磨加工。

[0048] 此外，如上述变形例那样，将探头21安装于下定盘10、且将旋转接头60安装于下定

盘用驱动轴14的下端的构造，能够应用于通过下定盘对工件的单面进行研磨的单面研磨装

置。

[0049] 另外，在探头21自身保持着电源的情况下、探头构成为将测定数据转换为电信号

并将该电信号以无线方式发送至运算控制装置4的情况下，不需要电缆56。在这种情况下，

测定单元5和探头21仅通过光缆51连接，因此，旋转接头60能够省略电用旋转接头部65而仅

为光用旋转接头部61。

[0050] 相反，在探头21电检测例如因被研磨而发生变化的工件上表面的位置信息、研磨

加工时定盘的温度信息等情况下，不需要与激光相关的光源、光缆等而仅使用电缆。因此，

旋转接头60能够省略光用旋转接头部61而仅为电用旋转接头部65。
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